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wird hier mit zwei Micro-Batterien sichergestellt. Die Spannungsversor-
gung ist mit einer reversiblen Sicherung R10 abgesichert. Diese Siche-
rung ist ein PTC, dessen Widerstandswert bei Überlastung ansteigt und 
so den Strom begrenzt. Ist der Überlastungsgrund nicht mehr vorhanden, 
nimmt der PTC seinen ursprünglichen Widerstandswert wieder an.

Das Kernstück der Schaltung ist das Transceiver-Modul TRX1 mit inte
griertem Mikrocontroller vom Typ Texas Instruments CC1310F128. Er ist 
über einen seriellen Bus mit dem EEPROM IC1 verbunden, der Parameterda-
ten speichert und als Zwischenspeicher bei einem Firmware-Update dient.

An die Schraubklemme KL1 wird die Klingelspannung zugeführt, die 
Sicherung R5 (PTC) mit der Schutzdiode D2 bildet den ersten Schutzteil. 
Es folgen der Brückengleichrichter aus den Dioden 1N4148W (D3–D6) mit 
Glättungskondensator C8 und der Optokoppler TLP291GB IC2, der mit den 
Vorwiderständen R6 und R7 und dem Parallelwiderstand R8 arbeitet. Der 
Optokoppler überträgt das Auslösespannungssignal und trennt dabei den 
Auslösestromkreis galvanisch von dem der Signalverarbeitung.

Die Anbindung der Klingelsignalerkennung an externe, potentialfreie 
Taster bzw. Schalter geschieht über die Lötanschlüsse IN1 und GND. Da-
bei erfolgt eine Absicherung gegen elektrostatische Entladungen durch 

die ESD-Diode D8 gegen Masse. Der Widerstand R13 
dient der Strombegrenzung, während R11 die Rolle ei-
nes Pull-up-Widerstands übernimmt. Die Kondensato-
ren C7 und C9 dienen als Abblockkondensatoren. 

Der Schiebeschalter S1, der der Logikleveleinstel-
lung für die Signalauswertung dient, ist direkt mit dem 
Mikrocontroller verbunden. Schließlich finden wir in 
der Schaltung noch die Systemtaste TA1, die Konfigu-
rationszwecken dient, sowie die Duo-Color-LED D1 für 
die visualisierten Ausgaben im Homematic IP System.

Nachbau
Da die SMD-Komponenten bereits vorbestückt sind, 
brauchen nur wenige bedrahtete Bauteile bestückt zu  
werden. So beginnt der Nachbau des in Bild 2 abge-
bildeten Bausatzes mit einer Kontrolle auf ordnungs-
gemäße SMD-Bestückung und Lötfehler entsprechend 
Platinenfoto, Bestückungsplan (Bild 3), Stückliste 
und Bestückungsdruck.

Bild 1: Das Schaltbild der Klingelsignalerkennung HmIP-DSD-PCB
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